LAYOUT检查规范
（2008-5-12）

1、 电源部分；

1. 开关电源的大小回路是否清晰，是否交叉？

2. 电容的摆放是否合理，大电容和小电容的摆放位置是否合理？

3. 反馈信号和反馈器件有没有远离NOISE，是否有信号穿过敏感器件比如电感、MOSFET等？

4. H-SIDE/L-SIDE是否路径最短？

5. 各个组要环路的TRACE是否足够大？VIA数目是否够多？层叠的地方有效面积是否足够大？

6. 屏蔽罩是否合理？

7. 各个器件的高度大小是否符合结构要求？

8. 电源到各个IC的路径是否遵循短而粗的原则？TRACE和地上的VIA数目是否足够？

2、 DDR/FSB等高速信号；

1. 参考平面是否完整，是否符合SPEC？

2. DUMPING及终端电阻的摆放是否合理？

3. 各个GROUP的线是否等长？VIA数目是否一样？是否同一层？有没有跨岛？

4. 差分线的终端电阻位置是否合理？是否等长？阻抗是否正确？分叉有否？是否隔离或包地？有否穿过敏感区域？

5. 退藕电容是否靠近IC，电容是否时间有效的位置？
6. VREF是否远离NOISE,是否包地？电容摆放是否合理？

3、 LCD I/F；

1. 参考平面是否完整？

2. 是否等长？有否DUMPING电阻或BEAD?

3. ESD摆放是否正确？

4. 整个LCD有否屏蔽？

4、 AC-LINK/AUDIO；

1. BIT-CLOCK是否包地？

2. 是否为一个整的GROUP，远离NOISE?

3. 模拟部分是否隔地？有否穿过数字部分破坏整个分割？长距离传输的时候两端是否同一块地？

4. 电源和地的分割是否一致？电源是否保证电流TRACE大小？

5、 VIDEO；

1. PIX-CLOCK是否包地/

2. 晶体是否远离NOISE？是否包地？

3. 模拟部分有否穿过敏感区域？

4. 陷波器摆放是否靠近端口？

5. 模拟部分回路是否平行干净？VIA是否合理?

6. 电源和地的分割（感念分割也算）是否一致/

6、 RF部分

1. RF路径是否尽可能短和直？是否有完整的地平面？

2. RF TRACE是否完整的包地？是否远离NOISE？

3. 所有器件接地是否梅花或三角型VIA接地？

4. 晶体下是否有RF器件和TRACE？

5. RF部分和数字部分是否交叉？

6. 屏蔽罩是否切实有效？屏蔽罩和RF TRACE部分是否有接触？

7. 电感、BEAD的摆放是否垂直？

8. 电源的摆放是否和RF的分割一致？

7、 通用部分；

1. 退藕电容是否靠近IC，是否遵循先大后小的原则？是否每个需要的地方都有放置？

2. CLOCK有否包地？如是差分的是否等长、同层、同VIA数？

3. VREF是否干净？

4. 地层的分割是否合理是否完整？有否被信号线穿行破坏了分割？各个信号线是否有跨岛？是否有锐角？
5. 重用信号线如USB、LVDS、PCIE等差分是否等长，参考平面是否完整？有否跨岛？是否穿过晶体、电感、MOSFET等辐射源？
6. 各个IC的POWER TRACE是否足够大？VIA数目是否够？是否最短路径？回路是否合理？

7. PLL的电源及回路是否最短?

8. 晶体是否包地？是否等长平行？离NOISE是否足够远？

9. PULL UP/DOWN电阻的位置是否合理？

10. 电源和地是否有20H原则？

11. 整个板子是否有一圈地？VIA是否够？

12. 器件离板边距离是否够？高低器件摆放是否合理？

13. 屏蔽罩是否确实有效？

